一、中央财政专项资金 （475 + 125 = 600 万元）
1、 Special funds of the central government (475+125=6million yuan)
（一）直接费用 （415+60 = 475 万元）
（1） Direct expenses (415+60=4.75 million yuan)
设备费 （0 万）
1. Equipment cost (0 million)
2. 业务费 （356+39+15+5 = 415 万元）   2.1 材料费 （356万元）

2. business expenses (356+39+15+5=4.15 million yuan) 2.1 material expenses (3.56 million yuan)

2.1.1 硅微条探测器 （286 万元）
2.1.1 silicon micro strip detector (2.86 million yuan)
硅微条传感器：约 1 万元/片×200片 = 200 万元。 
1) Silicon micro strip sensor: about 10000 yuan/piece × 200 tablets=2million yuan.
硅微条读出芯片组：0.25 万元/组×200 组 = 50 万元
2) Silicon micro strip readout chipset: 25000 yuan/set × 200 groups=500000 yuan 
硅微条复合控制板：0.1万元/个×200 个 = 20 万元 
3) Silicon micro strip composite control board: 10000 yuan/piece × 200=200000 yuan 
硅微条电源控制板：0.5 万元/个×200 个 = 10 万元
4) Silicon micro strip power control board: 5000 yuan/piece × 200=100000 yuan 
紫外凝胶及环氧树脂胶：0.03 万元/支 × 200 支 = 6 万元
5) UV Gel and epoxy resin adhesive: 0300 yuan/piece ×  200 pieces=60000 yuan 
   		2.1.2 硅像素时间探测器 （70 万元）
   		2.1.2 silicon pixel time detector (700000 yuan)
ASIC研制：基于CMOS 55 nm工艺展开ASIC的流片，价格按照3.5万/mm2，每个版本面积按 4mm×3mm计算，价格42万元。芯片打线、封装等，共计1万元。ASIC测试所需元器件材料费共计3万元； 共计46万元。
1) ASIC development: develop ASIC chips based on CMOS 55 nm process, the price is 35000/mm2, and the area of each version is 4mm × Calculated by 3mm, the price is 420000 yuan. Chip wiring, packaging, etc., totaling 10000 yuan. The total cost of components and materials required for ASIC testing is 30000 yuan; A total of 460000 yuan.
读出电子学所需元器件材料费：原理验证读出电子学预计1版，2个模块。每个模块元器件约2万元，两个模块共计4万元。
2) Cost of components and materials required for readout electronics: principle verification readout electronics is expected to be version 1 with 2 modules. Each module component is about 20000 yuan, and the two modules are 40000 yuan in total.
像素时间传感器研制：基于 LGAD 技术进行流片，每次 10 万元，两次总共 20 万元。
3) Development of pixel time sensor: Based on lgad technology, the film will be streamed, 100000 yuan each time, and 200000 yuan twice in total.
2.2 测试加工费用（39 万元）
2.2 testing and processing expenses (390000 yuan)
硅微条模块夹具：20 万元
1) Silicon micro strip module fixture: 200000 yuan 
铝线高速邦定：10 万元
2) Aluminum wire Expressway Bond: 100000 yuan 
PCB制作及焊接。为保证信号处理的质量，必须进行多层板的印刷电路的制作以及焊接装配费用：共计5万元。
3) PCB fabrication and welding. In order to ensure the quality of signal processing, it is necessary to make the printed circuit of multi-layer board and weld the assembly cost: a total of 50000 yuan.
像素时间传感器测试费用：4 万元
4) Test cost of pixel time sensor: 40000 yuan 

    	2.3 差旅/会议/国际合作与交流费 （15 万）       用于支付项目研究过程中开展科研协作、业务调研、学术交流等所发生的境内外差旅费以及会议费用等。


    	2.3 the travel/conference/international cooperation and exchange fee (150000 yuan) is used to pay the domestic and overseas travel expenses and conference expenses incurred in scientific research cooperation, business research, academic exchanges, etc. in the process of project research.

2.4 出版/文献/信息传播/知识产权事务费（5万元）
2.4 Publication/literature/information dissemination/intellectual property fees (50000 yuan)
     用于支出专利代理、申请，软件著作权登记，以及文章版面费，文献购买、复印费用等。
     It is used to pay for patent agency, application, software copyright registration, article layout fee, document purchase, copy fee, etc.
劳务费 （60万元）
3. Labor cost (600000 yuan)
博士后 1 人：每年共计 10 个月，0.5 万元/人，共计 0.5*1*10*5 = 25 万元 
1 postdoctoral: a total of 10 months per year, 5000 yuan/person, a total of 0.5*1*10*5=250000 yuan 
博士生 3人：每年工作 10 个月，0.2万元/人，共计0.20*3*10*5=30 万元 
Three doctoral students: working for 10 months a year, RMB 2000/person, a total of 0.20*3*10*5=RMB 300000 
财务助理1人：1 万元/人年 * 1人*5 年 = 5 万元
1 Financial Assistant: 10000 yuan/person year * 1 person * 5 years=50000 yuan 
（二） 间接费用 （125万元）       高能所：350万*14.3% ~ 50 (万)

（2） Indirect cost (1.25 million yuan) High Energy Institute: 3.5 million *14.3%~500000 


清华：150 万*30% = 45(万)
Tsinghua: 1.5 million *30%=450000 
中科大：100 万*30% = 30（万）
China University of science and technology: 1million *30%=300000 
二、其他来源资金 （0 万）
2、 Funds from other sources (0 million)
三、合计 （600万元）
3、 Total (6million yuan)




